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Anspriiche

(;} Kupfer(II)—chloridhaltige'Ktzlésung zum Atzen von
Kupfer, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Komplex-

bildner Alkalichlorid enthilt.

2. Atzldsung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB sie als Komplexbildner Kaliumchlorid enth&lt.

3. Atzl6sung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daR sie aus einer widssrigen L&sung besteht, die 130

bis 320 g/1, insbesondere 210 g/l CuCl, und 70 bis

2
250 g/1, insbesondere 160 g/l KC1l enthilt.
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Atz16sung zum Ktzen von Kupfer

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einer Atzl&sung nach der
Gattung des Hauptanspruchs. Fir das Atzen von Leiter-
platten wird haupts&chlich die Kupferchlorid-Atzung
eingesetzt. Bel dieser Atzung liuft folgende Reaktion
ab:

Cu + CuCl2 —» 2 CuCl.

Da die L&slichkeit des Kupfer(I)-chlorids in der Atz-
16sung sehr gering ist, kommt die Reaktion sehr schnell
zum Stillstand. Um das Kupfer(I)-chlorid zu 18sen, wird
der Atzl6sung Salzsiure zugesetzt. Dabei entsteht ein
Komplex, der gut 1&slich ist:

Cucl + HC1 — H [cuc1]. .

Diese LOsung wird regeneriert mit einer L&sung von
Wasserstoffperoxid:

2 Hfcuc1,] + H,0, — 2 cucl, + 2 H,O.

Eine opimale Atzl8sung filir gleichbleibende Ktzgeschwin-
digkeit enth#lt dabei 100 g/1 Cu in Form von Kupfer(II)-

chlorid und 76 g/1 freie Salzsiure.
Abgesehen von einer verhiltnismiBig geringen Atzge-

schwindigkeit bringt die Verwendung von Salzsiure eine
Umweltbelastung mit sich, da sich Salzsiurenebel in
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der Abluft bilden, die in kostenaufwendiger Form aus
dieser Abluft entfernt werden miissen. Dariiber hinaus
verursachen derartige Salzsiurenebel Korrosionser-
scheinungen an den Maschinen. Schlieflich miissen
zum Regenerieren dieser Atélésung Kosten flr den Kauf
und die Lagerung von Wasserstoffperoxid und Salzsiure
aufgewendet werden.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemife Atzldsung mit dem kennzeichnenden
Merkmal des Hauptanépruchs hat demgegenliber den Vorteil,
daB sie eine hdhere Atzgeschwindigkeit aufweist, daf
keinerlei Salzsdurenebel in der Abluft und keine Kor-
rosionserscheinungen an den Maschinen auftreten. Durch
die Tatsache, daB sich die erfindungsgemiBe Atzl&sung

in einfacher Weise durch Einleiten von Luft regenerieren
18Bt, eriibrigt sich auch der Einsatz des Wasserstoffpir—
oxids. Sie 1&4Bt sich dariiber hinaus ohne weiteres in

Automaten zur Herstellung von Leiterplatten integrieren.

Durch die in den Unteranspriichen aufgefilhrten Mafnahmen
sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen
der im Hauptanspruch angegebenen Atzldsung mdglich.
Besonders vorteilhaft ist es, als Komplexbildner in

der Atzldsung Kaliumchlorid einzusetzen.

Versuche haben gezeigt, daR bei Tauchitzung in der als
optimal bekannten Atzl&sung von 100 g/l Cu und 76 g/1
freier Salzsiure in 80 Minuten Tauchzeit bei 35 ¢
21,63 g/1 Cu in Lo6sung gehen. Ohne Salzsiure, alsc nur
mit CuCl, gehen 9,28 g/1 Cu in Ldsung. Ersetzt man die
Salzsdure durch eine #quivalente Menge Natriumchlorid,
so gehen 24,72 g/1 Cu in Ldsung, also mehr als mit
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Salzs8dure. Ersetzt man die Salzsiure durch eine dqui-
valente Menge Kalimchlorid, dann gehen sogar 34,25 g/1
Cu in LOsung. Die Ktzl8sung mit Kaliumchlorid als

Komplexbildner zeigt also die besten Werte.

Um 35 ,um Kupfer in Tauchitzung bei 50 °c abzudtzen,
bendtigen CuCl2 + HC1 5 min 15 s, CuCl2 Uber 15 min,
CuCl, + NaCl 4 min 45 s und CuCl, + KC1 2 min 45 s.
Diese Ergebnisse stimmen also mit den oben angegebenen
Werten flr das in L&sung gegangene Kupfer lberein. Die
kiirzeste Atzzeit weist eine Ktzldsung auf, die Kalium-

chlorid als Komplexbildner enthilt.

Beschreibung eines Ausfihrungsbeispiels

Eine Leiterplatte mit einem aufgedruckten Leiterbahn-
muster wird in eine Ktzl&sung getaucht, die 210 g/1
CuCl, und 160 g/1 KCl enth#lt. Die Leiterplatte wird
in der Ktzlésung, die eine Temperatur von 55 °C auf-
weist bewegt. Die Behandlungszeit betrigt je nach
Dicke der abzu#tzenden Kupferschicht 3 bis 5 Minuten.
Nach dieser Zeit wird die Leiterplatte aus der Atz-
16sung herausgenommen und in der iblichen Weise weiter-
behandelt. Nachdem die Atzldsung weitgehend verbraucht
ist, wird diese durch Einblasen von Luft oxydiert, wo-
bei eine L&sung von Kupfer(II)-chlorid und Kalium-
chlorid sowie ein Bodensatz von Kupfer(II)-hydroxid
gebildet wird. Die L&sung wird nach Filtration in das
Atzbad zurlickgefihrt, wihrend das Kupfer(II)-hydroxid
z. B. in einfacher Weise in Schwefelsiure geldst wer-
den kann, um aus der so erhaltenen Kupfersulfatldsung
durch Elektrolyse Kupfer in metallischer Form zu ge-

winnen.
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Atz1l8sung zum Ktzen von Kupfer

Zusammenfassung

Es wird eine Kupfer(II)—chlorid-haltige Atzl8sung
flir das Atzen von Kupfer, z. B. auf Leiterplatten
vorgeschlagen, die im Gegensatz zu den heute ge-
brduchlichen, CuCl2 enthaltenden Atzl8sungen mit Salz-
sdure eine hdhere Atzgeschwindigkeit aufweist und
dariiber hinaus umweltfreundlicher ist als die mit
Salzs8ure arbeitenden L&sungen, da sie weder Salz-
sdurenebel in die Abluft abgibt noch durch die Salz-
sdurenebel Korrosionen an Maschinen verursacht. Die
Ktzl6sung enth#dlt als Komplexbildner statt Salzsidure
Alkalichloride, insbesondere Kaliumchlorid. Die ver-
brauchte L&sung 148t sich in einfacher Weise ohne
das bisher Ubliche Wasserstoffperoxid mittels Ein-

blasen von Luft regenerieren.
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